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Veranstaltungshinweis fiir die Electronic
System Integration Technology (ESTC)
Conference

13.-16. September 2016, Grenoble, Frankreich

Wir mochten Sie auf das Programm fiir die ESTC in
Grenoble hinweisen und alle Interessenten nochmals
auf das Event aufmerksam machen. ESTC ist die
zentrale europdische Veranstaltung fiir Experten auf
dem Gebiet des Elec-
tronic Packaging und
der Systemintegration.
Austragungsort ist das
World Trade Center in
Grenoble. Die Region
Grenoble ist eine der
wichtigsten Standorte
Packaging- und Mik-
roelektronik-relevanter
Industrie und Forschung
in Europa und weltweit.
ESTC 2016 setzt eine
Tradition fort, seit 2006
erstmals in Dresden
eine ESTC ausgetragen
wurde.
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Austragungsort ist das World
nter in Grenoble

Neben meist vier parallelen Sessions iiber die Konfe-
renztage gibt es vier Postersessions, insgesamt fiinf
Keynotes und gleich zu Beginn mehrere Short Profes-
sional Courses und den IEEE CPMT Heterogeneous
Integration Technology Roadmap Workshop unter
Leitung von Bill Bottoms und Bill Chen.

Wie tiblich werden die Vortragsreihen durch eine
begleitende Ausstellung erginzt, bei der in den Pau-
sen die Moglichkeit des Kontakts zwischen Liefe-

Das Social Event wird im Chateau du Touvet stattfinden



ranten, Anlagenanbietern, Wissenschaftlern,
Materialentwicklern und anderen Interessierten
besteht.

Einer der Hohepunkte der Veranstaltung wird
sicher das Social Event auf dem Chateau du
Touvet werden. Die franzdsischen Veranstalter
werden an die Tradition der vorherigen Ausrich-
ter ankniipfen, zusatzlich zum technischen Pro-
gramm in angenehmer und etwas entspannterer
Atmosphire den Grundstein fiir gute Gespréche
zu bilden. Zumindest die européischen Konfe-
renzen bieten durch gut organisierte Abendver-
anstaltungen hervorragende Moglichkeiten fiir
den fachlichen Austausch der Teilnehmer und
dartiber hinaus.

IMAPS unterstiitzt die Konferenz der IEEE-
CPMT und mdochte Sie einladen, die Konferenz
fiir Thre Weiterbildung, zum Networking oder
als Aussteller zu nutzen. Informationen zu den
Moglichkeiten der begleitenden Ausstellung
sowie das komplette Programm finden Sie auf
der Website http://www.estc2016.eu.

Ankiindigung 27. European Symposium
on Reliability of Electron Devices, Fai-
lure Physics and Analysis - ESREF 2016

19.-22. September 2016 in Halle (Saale)

Der Fokus der Konferenz ist auf die jiingsten
Entwicklungen und die zukiinftige Ausrichtung
in der Erforschung der Qualitdt, Robustheit
und Zuverléssigkeit von Materialien, Kompo-
nenten, integrierten elektronischen Schaltun-
gen und Systemen sowie deren nano-, mikro- ,
leistungs- und optoelektronischen Bauteilen
gerichtet. Das Fraunhofer-Institut IMWS Halle
als Kompetenzzentrum der Fehler- und Schédi-
gungsanalyse an elektronischen Bauelementen
und Baugruppen ist einer der Organisatoren der
Konferenz und lokaler Ausstatter.

ESREEF ist die filhrende europdische Plattform
fiir die Weiterentwicklung aller Aspekte hin-
sichtlich der Zuverlassigkeit von Systemen und
der Fehlervermeidung in der gegenwirtigen
und zukiinftigen Elektronik. ESREF 2016 setzt
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Impressionen aus und um Halle: Blick auf die Saale, Markt-
platz, Kleine Ulrichstrasse, Burg Giebichenstein
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dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Zuver-
lassigkeit in der Automobil-Elektronik. Konferenz-
sprache ist englisch.

Folgende Themenblécke und Sessions

sind vorgesehen:

* A: Quality and Reliability Assessment —Techniques
and Methods for Devices & Systems

* B: Semiconductor Reliability and Failure Mecha-
nisms

+ C:Reliability and Failure Mechanisms in Packaging
and Assembly

* D: Progress in Failure Analysis Methods

* E: Power Devices Reliability

* F: Reliability and Failure Mechanisms of Wide
Bandgap Devices

* G: Reliability and Failure Mechanisms of Special
Photonics and LED Devices

* H: Reliability and Failure Mechanisms of MEMS
and Sensor Systems

Das detaillierte Programm, Informationen zu Konfe-

renzgebiihren, Infos fiir Aussteller und Sponsoren, zu

Hotels und der Gastgeberstadt Halle/Saale finden Sie

auf der Website www.esref2016.org.

Firmenvorstellung Hesse GmbH

Die seit 1986 bestehende Hesse GmbH mit Stamm-
sitz in Paderborn ist langjahriges Firmenmitglied des
IMAPS Deutschland e. V.. Das Unternehmen entwickelt
und fertigt vollautomatische Ultraschall- und Thermo-
sonic-Draht-Bonder sowie Ultraschall-Flip-Chip-Bon-
der in Verbindung mit standardisierten oder kundenspe-
zifischen Automatisierungslosungen fiir das Backend
der Halbleiterindustrie. Die Hesse GmbH gehort zu den
weltweit fihrenden Herstellern von Bondautomaten fiir
das Ultraschall-Wedge-Wedge- und das Thermosonic-
Ball-Wedge-Bond-Verfahren und entwickelt hierfiir
kundenspezifische Fertigungsprozesse.

Die Hesse GmbH — Partner fiir Ultraschall- und
Thermosonic-Draht-Bonder aller gangigen Draht-
starken sowie Ultraschall Flipchip-Bonder in Verbin-
dung mit standardisierten oder kundenspezifischen
Automatisierungslosungen.

Alle relevanten Halbleiterhersteller zahlen zum welt-
weiten Kundenstamm der Hesse GmbH. Vertrieb und
Service werden selbst oder durch Tochtergesellschaf-
ten in Hong Kong, den USA und Japan und in Zusam-
menarbeit mit Partnerunternehmen in tiber 30 Lén-
dern der Erde durchgefiihrt.
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Die Ultraschall- und Thermosonic-Draht-Bonder der Hesse GmbH
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Kernkompetenzen des Unternehmens sind mecha-
tronische Systeme, Ultraschalltechnik und Rege-
lungstechnik sowie das detaillierte Verstandnis der
Prozesse und physikalischen Effekte in der Ultra-
schallverbindungstechnik. Um technologische Fiih-
rerschaft zu erhalten bzw. auszubauen wird in allen
0.g. Arbeitsfeldern intensiv gearbeitet und geforscht.
Ziele der Entwicklung sind u.a. einfache Konstruk-
tionen mit hoher integrierter Funktionalitt und Ver-
schleiBfreiheit sowie die Integration intelligenter Sys-
teme zur Erreichung fehlerfreier Prozesse, so z. B. die
patentierte prozessintegrierte Qualitétsiiberwachung
PiQC, welche in Realzeit relevante Qualititsparame-
ter erfasst und bewertet.

Prozess-Support, Entwicklung und Beratung

Wir unterstiitzen bei der Entwicklung und Umset-
zung lhrer individuellen Prozessanforderungen.

* Muster-Bonden

* Prototypenfertigung

¢ Design-Validierung

* Kleinserienfertigung

* Modulfertigung

* Prozessoptimierung

Kontakt: Hesse GmbH, Vattmannstrae 6, 33100 Paderborn, Germany,
info@hesse-mechatronics.com, www.hesse-mechatronics.de

Ero6ffnung des neuen Forschungszentrums
fiir FoliengieBtechnik am Fraunhofer IKTS
in Hermsdorf

Am Montag, dem 2. Mai 2016 wurde im Beisein des

Thiiringer Wirtschaftsministers Wolfgang Tiefensee
am Fraunhofer IKTS in Hermsdorf das europaweit

Er6ffnung des Folienzentrums am Fraunhofer IKTS
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modernste Zentrum fiir FoliengieBtechnik eroffnet.
,»Dieses historisch gewachsene und nun europaweit
filhrende Know-how in der Technologie des Foli-
engieBens am Standort Hermsdorf erfiillt mich mit
Stolz. Keramische Technologieentwicklung, aber
auch die enge Zusammenarbeit von lokalen Unter-
nehmen in Projekten wie diesem, sowie die enge
Vernetzung dabei mit der Wissenschaft ist etwas sehr
Typisches fiir Thiiringen und der Freistaat ist gliick-
lich, dies zu fordern. Ebenso typisch ist es, eine sol-
che Eréffnung gleich zu nutzen und schon fast neben-
bei neue Kooperationen zu initiieren”, sagte Wirt-
schaftsminister Wolfgang Tiefensee anldsslich der
Eréffnung im Beisein von Vertretern des Fraunhofer
IKTS und Kooperationspartnern aus der mittelsténdi-
schen Wirtschaft.

Folien aus Keramik und anderen Funktionswerkstof-
fen bilden die Grundlage fiir viele Produkte unseres
taglichen Lebens und der Industrie. Die Technik des
FoliengieBens und Beschichtens ist eine hoch produk-
tive Methode, die die Herstellung groBer, flexibler
Bahnen aus Funktionswerkstoffen sehr effizient und
kostengiinstig in Rolle-zu-Rolle-Prozessen erlaubt.
Das Fraunhofer IKTS ist in diesem Bereich seit Jahr-
zehnten fithrend in der Forschung und Entwicklung.
Das Interesse an Rolle-zu-Rolle-Techniken ist in den
letzten Jahren stark gewachsen. Treiber dafiir waren
die Batterietechnik sowie der Trend zu immer starker
integrierten Baugruppen in der Mikrosystemtechnik.
Um seine Position als attraktiver Partner der Industrie
in diesen Feldern weiter auszubauen, hat das Fraun-
hofer IKTS ein umfangreiches Investitionspaket
erfolgreich abgeschlossen. Am Standort Hermsdorf
wurde insgesamt etwa eine
Million Euro investiert, um
neue, hoch entwickelte Foli-
engiefanlagen zu entwickeln,
zu beschaffen und in Reinrau-
mumgebung in Betrieb neh-
men zu konnen. Dazu wurden
Fordermittel des Thiiringer
Ministeriums fiir Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft TMWWDG, aber
auch Eigenmittel der Fraun-
hofer-Gesellschaft und des
Fraunhofer IKTS eingesetzt.
Dariiber hinaus kénnen in dem
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Das Foliengiefzentrum am Fraunhofer IKTS: Doctor-Blade-Technikum (a), Slot-Die-Technikum (b), Triple Slot Die Coater
(¢), Slot-Die-ValiBat-Coater (d)

Zentrum prototypische Technologien potenziellen
Interessenten demonstriert und fiir Versuche angebo-
ten werden. Diese unikalen Verfahren konnten Dank
Foérderung durch die Thiiringer Aufbaubank in Ver-
bundforschung mit der Industrie entwickelt werden.
Zusammen mit den bereits vorhandenen Anlagen ist
am Fraunhofer IKTS damit— 75 Jahre nach der Erfin-
dung des FoliengieBens in Hermsdorf — ein Labor-
komplex entstanden, der eine europaweit einzigartige
Technologiebandbreite bietet.

,»Wir wollen mit diesem FoliengieBzentrum der For-
schungspartner Nummer eins der Industrie werden.
Das Spektrum, das wir unseren Partnern und Kun-
den anbieten konnen, ist in seiner Vielfalt einzigar-
tig. Wir verfiigen iiber alle nur denkbaren Verfahren
der Folienherstellung und Abscheidung, aber ebenso
tiber eine Fiille von Technologien zur Trocknung und
Nachverarbeitung der Folien. Dabei haben wir, wo
immer es moglich war, auch lokale Maschinen- und
Anlagenbauer einbezogen®, so Beate Capraro, Leite-
rin des neuen FoliengieBzentrums.
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Das FoliengieBzentrum verfiigt iiber fiinf Folien-
gieBanlagen, die z.T. marktverfiigbar sind oder in
Eigenregie bzw. gemeinsam mit Partnern entwickelt
wurden. Die im Forschungszentrum installierten
GieBanlagen realisieren unterschiedliche Schichtbil-
dungsverfahren und Trocknungsmethoden.

Die GieBanlagen KWH, der Laborcoater KMS und
der Tape-Caster Keko arbeiten nach dem klassischen
Doctor-Blade-Verfahren. Diese Anlagen unterschei-
den sich hinsichtlich Anlagenlénge, Giegeschwin-
digkeiten sowie dem Trocknungsprinzip (Konvek-
tion, Kontakt, UV).

Mit dem ValiBat- sowie dem Triple-Slot-Die-Coater
wurde das Beschichtungsportfolio des Fraunhofer
IKTS um die Schlitzdiisenbeschichtung erweitert:
Der ValiBat-Coater wurde im Rahmen eines Thii-
ringer Verbundprojekts in Zusammenarbeit mit den
Firmen mkf GmbH Lederhose, der Tridelta Therm-
prozess GmbH Hermsdorf sowie der Suchy Textil-
maschinenbau GmbH Korbuflen entwickelt. Mit
diesem Gerdt koénnen Beschichtungen im Bereich



der Batterieforschung realisiert werden. Hierbei wird
ein innovatives, modulares und 6kologisches Folien-
giefkonzept verfolgt: Nach dem Schichtauftrag mit-
tels Schlitzdiise wird die gegossene Elektrode durch
eine Schwebetrocknung beriihrungslos getrocknet
und kann anschlieend in einem in der Anlage inte-
grierten Kalander nachverdichtet werden. Wesent-
liche Vorteile der beriihrungslosen Schlitzdiisenbe-
schichtung sind die hohe Schichtdickengenauigkeit,
da diese unabhingig vom verwendeten Carrier tape
ist. Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, Funkti-
onsschichten oder -tapes zu beschichten, da keinerlei
mechanische Beanspruchung stattfindet. Die im Foli-
engieBschlicker enthaltenen Losemittel werden nach
dem Trocknungsprozess thermisch nachverbrannt,
wobei die dabei entstehende Energie zur Trocknung
der Schichten in die Anlage zuriickgefiihrt wird.

Mit dem Triple-Slot-Die-Coater der Firma KMS
Automation GMBH ist es moglich, durch die Drei-
fachschlitzdiise Mehrfachschichten in einem Pro-
zessschritt herzustellen. Somit kénnen unterschied-
lich funktionelle Folien oder funktionell gradierte
Folien direkt ,nass in nass‘ gegossen werden. Neben
dem GieBen auf Mylar-Unterlagen kann auch direkt
auf Stahlband gegossen werden. Beide Anlagen sind
problemlos auf das klassische Doctor-Blade-Verfah-
ren umriistbar.

Das FoliengieBzentrum des Fraunhofer IKTS verar-
beitet wissrige und organische FoliengieBschlicker-
systeme. Hierbei kommen sowohl etablierte Folien-
organika wie Polyvinylbutyrale als auch innovative

Tabelle 1: Uberblick iiber die vorhandenen GieBanlagen
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Systeme zum Einsatz. Die in der Folie enthaltenen
Feststoffe konnen im Extremfall Dichten bis 19 g/
cm’® aufweisen und iiber mittlere Korngrofen von ds,
200 nm bis ds, 30 pm verfiigen. FoliengieBschlicker
mit Viskositéiten im Bereich von 100 bis 30000 mPas
werden auf den Anlagen verarbeitet.

Die Anwendungen der Folien aus dem neuen Zent-
rum reichen von der klassischen keramischen Mik-
rosystemtechnik (LTCC, HTCC) iiber das derzeit
strategisch ausgebaute Feld der Batterieforschung
bis hin zur Filtration, Gasseparation und einer Fiille
von Spezialanwendungen. Von besonderer Bedeu-
tung ist aktuell die beginnende Entwicklung von
Hybridfolien im Rahmen des Centers for Energy and
Environmental Chemistry CEEC, einem der Thiirin-
ger Innovationszentren des Fraunhofer IKTS mit der
Friedrich-Schiller-Universitit Jena.

Das IKTS-FoliengieBzentrum kann folgende Dienst-
leistungen anbieten:

* Entwicklung von GieBschlickern und Folienrezep-
turen auf Basis kommerzieller oder beigestellter
Pulver

* Entwicklung funktionalisierter Folien nach Kun-
denanforderungen auf Basis eigenentwickelter
Pulver in Zusammenarbeit mit der IKTS Arbeits-
gruppe ,Hybride Mikrosysteme*

+ Kundenorientierte Technologieentwicklung und
Optimierung der Foliengieprozesse

* Herstellung von Kundenmustern vom Labor- bis
zum Technikumsmalfstab

Giefjanlage Gieffanlage Gieffanlage Giefpanlage ValiBat-Coater  Triple-Slot-
KMS KWH KWH/UV ~ KEKO Die-Coater
Anlagen-/ 7,5m 143 m 143 m 12,1 m 142m 18 m
Trocken- 6m 12,8m 12,8 m 10m 6,25m 14m
kanal-Lénge
Schichtdicke ~ 20-500um 30-2000 pm 10-1000 pm ~ 10-500 pm 10-500 um 10-500 um
Bandge- 0,1-10 m/min ~ 0,I-10m/min ~ 0,1-10 m/min  0,1-3m/min  1-4 m/min 0,25-1 m/min
schwindigkeit
Dosierung Druckvorrats- Druckvorrats-  Druckvorrats-  Druckvorrats-  Druckvorrats-  Druckvorrats-
behalter, behalter, behalter, behiilter, behalter behalter
Schwerkraft ~ Schwerkraft Schwerkraft ~ Schwerkraft }
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Giefsanlage Giefsanlage Gieffanlage Gieflanlage ValiBat-Coater  Triple-Slot-
KMS KWH KWH/UV ~ KEKO Die-Coater
Carrier Tape ~ Mylar, Mylar, Papier, Mylar, Mylar, Papier, Mylar, Stahlband,
Metallfolien  Vlies, Metallfolien ~ Vlies, Metallfolien Mylar
Metallfolien Metallfolien
Schichtauftrag  Doctor Blade, Doctor Blade  Doctor Blade  Doctor Blade  Slot die, Slot die,
Blade auf Doctor Blade  Triple slot die,
Rolle Doctor Blade
Beschichtung  Einfach Einfach, Einfach, Einfach Einfach, Einfach,
Griin/nass Griin/nass Intermittierend, Nass/nass/nass,
Zweiseitig Intermittierend,
Zweiseitig
Trocknung UV- Kontakt, Schwebe- Kontakt,
Trocknung Konvektion trocknung, Konvektion
Konvektion
Tabelle 2: Schlicker- und Foliensysteme
Losemittel Binder Feststoffe Griinfolien
Schlicker
Aceton Epoxidharz Mittlere KorngréBen von d50 Feststoffgehalt bis 91 Ma%
MEK PVA 200 nm - 30 pm Foliendicken
MEK/Ethanol PVB Dichten bis 10 -2000 um
3 . .
MEK/Toluol/ PVDF \llgig/ o E‘Ibroﬁire Dicken
Cvclohexanon . 1skositaten von uber Lamination
Y Alginate 100 - 30 000 mPas
MIBK/Methanol Actylate
NMP Cellulosen
Wasser UV-hirtende
Binder

Tabelle 3: Produktportfolio

LTCC-Folien

Basis Tapes

Anodisch Bondbare Tapes
Funktionelle LTCC Tapes
IKTS Heraeus-Tapes der

HTCC-Folien

Al,04
Zr0O,
SizN,
AIN

Typen CT 702, CT 708, CT

765, CT 800, CT 810

Funktionelle
Folien

Metall
(Mo, MoSi, Edelstahl,
Ag, W)

Piezo
(KNN, BNBST, PZT)

Glaslot

Magnet (NdFeB,
Absorber-Ferrit)

Perowskit

Batterie-Folien Folien fiir pordse

Membranen
Li-Ionen-Batterie Al,O,
(i 20,
Separat(;ren) Tio,
Hybridfolien

Kontakt:

Beate Capraro, Gruppenleiterin Keramische Folien | Ceramic Tapes, Michael-Faraday-Strafe 1, 07629 Hermsdorf, Germany, Telefon +49 36601 9301-1022,
Fax +49 351 2554-374, beate.capraro@ikts.fraunhofer.de, http://www.ikts.fraunhofer.de
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Veranstaltungskalender
Ort Zeitraum Name Veranstalter
Grenoble 13.-16. Sept. 2016 ESTC IEEE, IMAPS EU
Miinchen 20./21. Okt. 2016 Herbstkonferenz IMAPSD

Die Proceedings

Die Proceedings unserer Seminare und Konferenzen
kénnen auf CD zum Preis von 55 € erworben werden.
Die aktuelle CD-ROM enthilt ab April 2016 neben
den Proceedings des diesjdhrigen Niirnberger Semi-
nars auch die mehrerer fritherer Herbst- und Friih-
jahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind meist
themenorientiert und beschiftigten sich zuvor mit zu
Themen wie ,Volumenintegration: Stapeln-Falten-
Vergraben‘, ,Medizintechnik-Herausforderungen
an das Packaging‘, ,Manche mdgen’s heill — Power
Electronic Packaging‘, oder ,Ist Zuverldssigkeit noch
bezahlbar?*

Die Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH, Kleingrot-
zing, 84494 Neumarkt-St. Veit, Fax +49-8722-9620-
30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemaf3
§4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfiig-
bare Anzahl begrenzt ist.

IMAPS Deutschland - lhre Vereinigung fiir
Aufbau- und Verbindungstechnik
IMAPS Deutschland, Teil der ,International
Microelectronics and Packaging Society® (IMAPS),
stellt seit 1973 in Deutschland das Forum fiir alle dar,
die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Ver-
bindungstechnik beschaftigen. Mit mehr als 300 Mit-
gliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige
Ziele:
» Wir verbinden Wissenschaft und Praxis
» Wir sorgen fiir den Informationsaustausch unter
unseren Mitgliedern
 Wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in
internationalen Gremien

Impressum
IMAPS Deutschland e. V.
1. Vorsitzender:
Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
Fraunhofer-Institut fiir Zuverlassigkeit und Mikroin-
tegration (IZM)
Head of Dep.: System Integrationand Interconnec-
tion Technologies, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355
Berlin, Tel +49 30 46403-172 (-270 Sekr., Fax -271)
martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de
www.izm.fraunhofer.de
Schatzmeister (bei Fragen zu Mitgliedschaft und
Beitrag): Ernst G. M. Eggelaar, ee@microtronic.de

E E Ausfiihrliche Kontaktinformationen
zu den Vorstandsmitgliedern finden
= Sie unter www.imaps.de

E = (Vorstand)
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